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2020 年 10 月 2 日 

お客様 各位 

 

ハギワラソリューションズ株式会社 

 

基板材料 EOL に伴う製品（SATA SSD）終息のご案内 

拝啓 

貴社、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、製品に使用している基板材料が調達困難となり、製品の販売を終了することといたしました。 

つきましては、対象製品について期日までに必要数の取り纏めをお願い申し上げます。 

何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

－記－ 

1. 販売終了対象製品 
表 1：販売終了対象製品型番 

種別 形状 NAND 

種別 

NAND 

プロセス 
現行型番製品 

SATA 1.5G Halfslim SLC 32nm MFDHSS-xxxGV(A**AD) 

MFDHSS-xxxGV(A**ADI 

SATA 3.0G Halfslim SLC 32nm HFDHSS-xxxGB(A**AD) 

HFDHSS-xxxGB(A**ADI 

HFDHSS-xxxGC(A**AD) 

HFDHSS-xxxGC(A**ADI 

24nm HFDHSS-xxxGB(A**AE) 

HFDHSS-xxxGB(A**AEI 

HFDHSS-xxxGC(A**AE) 

HFDHSS-xxxGC(A**AEI 

MLC 15nm LFDHSS-xxxGB(A**AH) 

LFDHSS-xxxGB(A**AHS 

LFDHSS-xxxGC(A**AH) 

LFDHSS-xxxGC(A**AHS 

LFDHSS-xxxGB(B**AH) 

LFDHSS-xxxGB(B**AHS 

LFDHSS-xxxGC(B**AH) 

LFDHSS-xxxGC(B**AHS 

Q-MLC 15nm XFDHSS-xxxGB(B**AH) 

XFDHSS-xxxGB(B**AHS 

XFDHSS-xxxGC(B**AH) 

XFDHSS-xxxGC(B**AHS 

   ※対象製品型番には、対象製品の派生型番、カスタム型番も含まれます。 
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2. 後継製品について 
   後継製品のラインナップは予定しておりません。 

 

 

3. 取り纏めスケジュール 
・最終保守取り纏め ：2021 年 1 月 29 日（金）注文書受付分まで 

・最終出荷  ：2021 年 4 月 30 日（金） 

 

 

4. 問い合わせ 
   本件に関するお問い合わせは、代理店もしくは弊社営業担当までご連絡下さい。 

 

 

弊社では今後とも、より良い品質の向上に努める所存ですので、弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

以上 


